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Glasdicken- und Abstandssensor

Sensorkopf zur hochgenauen Dicken- und Abstandsmessung mit groRem Arbeitsabstand fur die
Antastung rauher und polierter Oberflachen mit zahlreichen Einsatzmdéglichkeiten wie z.B.
3D-Ebenheitsmessung oder Dickenmessung von Glasplatten und Glaswafern (auch gemountet)

Optisches Konzept fur hochste Messgenauigkeit

Ein spezieller optischer Aufbau gewahrleistet hochgenaue Dicken- und Abstandsmessungen. Das

Messsignal wird softwareméssig erfasst und
ausgewertet.

®
Auswertung des Mel3signals
Zum Lieferumfang gehort die
Auswertesoftware COMEF_CAS. Die
komfortable Bedienoberflache und die leichte
Uberschaubarkeit gestatten eine schnelle und

wenig aufwendige Einarbeitung.

Die MeRwerte konnen sowohl fortlaufend
angezeigt als auch auf Mausclick abgerufen
werden. Die Speicherung in frei
konfigurierbaren Protokollen ist moglich. Die

Bild 1: Seiten- und Vorderansicht des CAS - Kalibrierung des MeRsystems kann durch den

Abstandssensors

Anwender selbst erfolgen.
Die Auswertesoftware ist speziell auf den

Einsatz in Verbindung mit dem Dicken- und Abstandssensor zugeschnitten und liefert durch ihre
leistungsfahigen Algorithmen hochgenaue MeRergebnisse.

Technische Daten CAS-30/30

Abmessungen:
Gewicht:

Freier Arbeitsabstand:
Stromversorgung:
Arbeitswellenlange:
MeRzeit:

Melbereich Typ 1:
Melbereich Typ 2:
MefRbereich Typ 3:

Reproduzierbarkeit (Typ 1)*:
Reproduzierbarkeit (Typ 2):
Reproduzierbarkeit (Typ 3):

(155 x 55 145) mm

400 g

22+5mm

extern, 5V und 12V DC

670 nm

abhangig von PC, Mef¥feld und

gewabhlten Filterfunktionen zwischen 0,1 und 0,5 sek.

40 ... 700pum
60 .. 1200 pm
120 ... 3000 pm

0.1pym
0,15 pm
0,3um

* Standardabweichung von 50 Wiederholungsmessungen (einschlie3lich Positionierung) an Glas mit

400um Dicke
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Anwendungsbeispiele

1. Dickenkontrolle an ebenen Priiflingen, z.B. Halbleiterwafern

Der MeRRkopf wird hohenverstellbar an eine Melsaule montiert.

Eine geeignete Konstruktion garantiert eine definierte Auflage des
Pruflings zur Vermeidung von MefQfehlern. Bendtigt wird ein Muster
(Master), auf das alle weiteren Messungen bezogen werden. Das
Gerat zeigt die Dickenabweichung des Priuflings gegenuber dem
Master mit der angegebenen Meligenauigkeit an.

2. Wafer Mounting Technologie, Dickenmappings

In Verbindung mit einem Kreuztisch kbnnen Dickenprofile der
Probe erstellt werden (z.B. WARP-Messung an Glasplatten,
Dickenmessung von gemounteten Glaswafern).

Der MelRbereich fur Glasplatten oder Folien liegt zwischen
minimal 50pm und maximal 3000um. Fur dickere und dinnere
Proben sind Spezialanfertigungen des MelRkopfes moglich.

Ein wesentlicher Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, daf}
Absolutwerte gemessen werden (natirlich beeinflut von der
Genauigkeit der Kalibrierung). Bei Dicken-Mappings hat daher
die Ungenauigkeit der Probenpositioniereinrichtung keinen
Einflul auf das MelRergebnis.

Der Sensor ist in-process-fahig.

3. Absolut-Dickenmessung _an rauhen und polierten
Oberflachen

Es kommen 2 Abstandssensoren zum Einsatz. Diese tasten den
Prufling von oben und unten an. Die Kalibrierung erfolgt gegen ein Master oder gegen Endmale.
Die Software verrechnet die Abstandsmesswerte der beiden
d—. Sensoren gegeneinander und berechnet daraus die Dicke

des Pruflings.
Je nach Anforderung kénnen manuelle oder automatische

O Fuhrungen oder Kreuztische eingesetzt werden.
i So entstehen Geratevarianten unterschiedlicher
' B Genauigkeits- und Preisklassen fur die automatische zwei-
und dreidimensionale Dickenmessung.
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